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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクジェットプリントヘッドを形成するための方法であって、
　ダイヤフラム内の複数の開口をダイヤフラム付着材で覆うステップと、
　前記ダイヤフラムへボディプレートを前記ダイヤフラム付着材で付着するステップと、
　複数の圧電素子を前記ダイヤフラムへ付着するステップと、
　隣接する圧電素子間に直接侵入型層を形成することであって、各圧電素子の表面は前記
侵入型層を介して露出されるステップと、
　前記侵入型層上へ複数のパターン化されたトレースを形成するステップであって、複数
のトレースが、前記侵入型層に物理的に接触し、且つ、前記複数の圧電素子と物理的及び
電気的に接触するように形成され、各トレースが、前記複数の圧電素子の１つに対して物
理的な接触によって電気的に結合されるステップと、
　前記複数のトレースを覆って誘電体不動態化層を形成するステップを含み、
　前記ダイヤフラム付着材は、前記侵入型層が形成される際に、前記侵入型層が前記ダイ
ヤフラム内の前記複数の開口を通過することを防止する、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数の圧電素子と電気的に接触するように前記侵入型層上へブランケットトレース
層を形成するステップと、
　前記ブランケットトレース層を覆って感光層をパターン化するステップと、
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　前記パターン化された感光層を前記複数のトレースを形成するためのパターンとして用
いて、前記ブランケットトレース層をエッチングするステップをさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　ブランケットトレース層を形成するステップと、
　前記複数のトレースを形成すべく前記ブランケットトレース層の一部をアブレートする
ために、レーザパターニングプロセスを実行するステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記ダイヤフラム内の前記複数の開口をインクが通過できるように清浄化するために、
レーザビームを用いて前記ダイヤフラム付着材、前記侵入型層及び不動態化層の一部をア
ブレートするステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダイヤフラム内の前記複数の開口を清浄化するアブレーションの間に、前記ダイヤ
フラム、前記ボディプレートまたは前記ボディプレートへ付着されるインレット／アウト
レットプレートのうちの少なくとも１つを用いて前記レーザビームをマスキングするステ
ップをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のトレースと前記複数の圧電素子との間の電気的な接触は、前記複数のトレー
スと前記複数の圧電素子との間の表面接触によって確立される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記侵入型層は、前記複数のトレースを形成するための前記ブランケットトレース層の
エッチングの際にエッチング停止層として用いられる、
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ドロップオンデマンドインクジェット技術は、印刷産業において広く用いられている。
ドロップオンデマンドインクジェット技術を用いるプリンタは、サーマルインクジェット
技術、またはピエゾ技術の何れかを用いる可能性がある。ピエゾインクジェットは、サー
マルインクジェットよりも製造費用が高いにも関わらず、概して、より広範なインクを使
用できかつコゲーションによる問題点をなくすることができるという理由で選好される。
【０００２】
　ピエゾインクジェットプリントヘッドは、典型的には、軟質のダイヤフラムと、ダイヤ
フラムへ付着される圧電素子（トランスデューサ）とを含む。圧電素子へ電圧が、典型的
には電圧源へ電気接続される電極との電気接続を介して印加されると、圧電素子は曲がり
、または偏向してダイヤフラムを屈曲させ、これにより、チャンバから一定量のインクが
ノズルを介して放出される。この屈曲はさらに、主インクリザーバから開口を介してチャ
ンバへインクを引き込み、放出されたインクが置換される。
【０００３】
　ピエゾインクジェット技術を採用するインクジェットプリンタの印刷解像度を上げるこ
とは、設計エンジニアの目標である。ピエゾインクジェットプリントヘッドの噴射密度を
高めれば、印刷解像度を上げることができる。噴射密度を高める１つの方法は、ジェット
スタック内部のマニホールドをなくすることである。この設計の場合、各ジェット毎にジ
ェットスタックの背面を介する単一のポートを有することが好ましい。このポートは、イ
ンクがリザーバから各ジェットチャンバへ移送されるための通路として機能する。高密度
プリントヘッドには多数のジェットが存在することから、各ジェット毎に１つという多数
のポートがダイヤフラムを介して圧電素子間を垂直に通っていなければならない。
【０００４】
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　ジェットスタックを形成するためのプロセスは、各圧電素子間に侵入型層を形成するこ
と、及びプロセスによっては、各圧電素子の頂部を覆う侵入型層を形成することを含む可
能性がある。侵入型層が各圧電素子の頂部を覆って分配される場合、これは、導電性の圧
電素子を露出させる際に取り外される。次に、侵入型層へ、内部に開口を有するパターン
化されたスタンドオフ層が装着されることが可能であり、各圧電素子の頂部は、これらの
開口によって露出される。各圧電素子の頂部へは、導電エポキシ、導電ペーストまたは別
の導電材料等の一定量（即ち、一微小液滴）の導体が個々に分配される。フレキシブルプ
リント回路（即ち、フレックス回路）またはプリント基板（ＰＣＢ）の電極は、各圧電素
子とフレックス回路またはＰＣＢの電極との間の連通を電気的に促進するために、各微小
液滴と接触して配置される。スタンドオフ層は、導電性微小液滴の流れを圧電素子頂部の
所望されるロケーションへ封じ込めるように機能し、かつ侵入型層とフレックス回路また
はＰＣＢとの間の接着材としても機能する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　外部マニホールドを有する高密度インクジェットプリントヘッドアッセンブリの製造は
、新しい処理方法を必要としてきた。プリントヘッドの印刷解像度及び圧電素子密度が増
大するにつれて、電気配線の提供に利用可能な面積は低減する。インク供給構造体等の他
の機能をヘッド内にルーティングすることは、この低減されるスペースを巡って競合し、
かつ使用される材料のタイプを制限する。よって、従来の構造体より製造が容易な電気接
点を有するプリントヘッドを製造する方法、及び結果的に得られるプリントヘッドが望ま
れている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本教示の一実施形態は、インクジェットプリントヘッドを形成するための方法を含むこ
とが可能であり、本方法は、複数の圧電素子をダイヤフラムへ付着することと、隣接する
圧電素子間に侵入型層を形成することであって、各圧電素子の表面は侵入型層を介して露
出されることと、複数の圧電素子と電気的に接触するように侵入型層上へ複数のパターン
化されたトレースを形成することであって、各圧電電極へ１つのトレースが電気的に結合
されることと、複数のトレースを覆って誘電体不動態化層を形成することを含む。
【０００７】
　本教示の別の実施形態は、ジェットスタックを形成することを含む、プリンタを形成す
るための方法を含むことが可能である。ジェットスタックを形成するための前記方法は、
複数の圧電素子をダイヤフラムへ付着することと、隣接する圧電素子間に侵入型層を形成
することであって、各圧電素子の表面は侵入型層を介して露出されることと、侵入型層上
へ複数のパターン化されたトレースを形成することであって、複数の圧電素子の個々の圧
電素子へ複数のトレースのうちの各トレースが電気的に結合されることと、複数のトレー
スを覆って誘電体不動態化層を形成することを含むことが可能である。ジェットスタック
はプリントヘッドのマニホールドへ付着されることが可能であり、この場合、マニホール
ドの表面及びジェットスタックの表面がインクリザーバを形成する。プリントヘッドは、
印刷媒体上へ画像を生成するために、デジタル命令に従って動作するように適合化される
ことが可能である。
【０００８】
　ある実施形態において、インクジェットプリンタのためのプリントヘッドは、内部に複
数の開口を有するダイヤフラムと、ダイヤフラムへ付着される複数の圧電素子と、ダイヤ
フラムと物理的に接触しかつ隣接する各圧電素子間に位置決めされる侵入型層と、侵入型
層と表面接触する複数の導電トレースとを含むことが可能であり、複数のトレースのうち
の各導電トレースは複数の圧電素子の個々の圧電素子へ電気結合され、複数のトレースの
うちの各トレースと複数の圧電素子のうちの個々の圧電素子との間の電気接触は、各トレ
ースと個々の圧電素子との間の表面接触を介して確立される。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本教示の一実施形態による、製造過程のデバイスの中間圧電素子を示す斜視図で
ある。
【図２】本教示の一実施形態による、製造過程のデバイスの中間圧電素子を示す斜視図で
ある。
【図３】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図
である。
【図４】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図
である。
【図５】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図
である。
【図６】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図
である。
【図７】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図
である。
【図８】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図
である。
【図９】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図
である。
【図１０】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面
図である。
【図１１】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面
図である。
【図１２】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面
図である。
【図１３】インクジェットプリントヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面
図である。
【図１４】図１３のジェットスタックを含むプリントヘッドを示す断面図である。
【図１５】本教示の一実施形態によるプリントヘッドを含む印刷デバイスである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　これらの図面が示す詳細の中には、厳密な構造上の精度、ディテール及び縮尺を保持す
るというよりは発明的実施形態の理解を容易にするために単純化されて描かれたものがあ
る点は留意されるべきである。
【００１１】
　本明細書において、「プリンタ」という用語は、任意の目的で印刷出力機能を実行する
、デジタルコピー機、製本機械、ファックス機、多機能機械、他等の任意の装置を包含す
る。「ポリマ」という用語は、熱硬化性ポリイミド、熱プラスチック、樹脂、ポリカーボ
ネート、エポキシ及び技術上既知である関連化合物を含む、長鎖分子から形成される広範
な炭素ベース化合物のうちの任意のものを包含する。
【００１２】
　先に論じたもの等のジェットスタックを形成するための従来プロセスの場合、フレック
ス回路の電極と圧電素子との間の良好な接触を確保するために典型的には銀含有量の高い
材料が用いられることから、導体の材料コストは高くなる傾向がある。さらに、少なすぎ
る導体は電気的開放及び機能しない圧電素子（トランスデューサ）を生じさせる可能性が
あり、一方で過剰な導体は過充填及び隣接するトランスデューサ間の電気的短絡を生じさ
せる可能性があることから、導体の量は慎重に制御されなければならない。これにより作
業のやり直しを必要とする可能性があるが、これは、トランスデューサアレイのレイアウ
トが高密度であること、及びフレックス回路に覆われているために圧電素子へアクセスで



(5) JP 5793095 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

きないことに起因して困難である。さらに、各圧電素子の頂部を露出させるためには、ス
タンドオフ層の正確な位置合わせ及び配置が要求される。これらの問題点は、トランスデ
ューサアレイの密度が増すにつれて加速する。
【００１３】
　本教示による実施形態は、プリンタの一部として用いられることが可能なプリントヘッ
ドのジェットスタックの製造を単純化することができる。さらに、本教示は圧電素子への
電気接続を改良することができ、かつ特にトランスデューサアレイの継続的な高密化に伴
って、トランスデューサアレイの形成を単純化させることができる。本教示は、スタンド
オフ層及びフレックス回路が不要となるようにトランスデューサアレイへの電気接触を達
成すべく、光フォトリソグラフィを用いてパターン化されることが可能な導電層の使用を
包含することができる。従って、スタンドオフ層及びフレックス回路電極と圧電素子との
接続に関連づけられる前述の問題点は回避される。さらに、光フォトリソグラフィプロセ
スの使用により極小機能の精確な形成がもたらされることから、本明細書で論じているよ
うなジェットスタックを形成するためのプロセスは、トランスデューサアレイの継続的な
小型化に伴ってスケーリングされることが可能である。
【００１４】
　本教示の一実施形態は、ジェットスタック、プリントヘッド及び前記プリントヘッドを
含むプリンタの形成を包含することができる。図１の斜視図では、圧電素子層１０は接着
材１４によって転写キャリア１２へ分離可能式に接着されている。圧電素子層１０は、内
部誘電体として機能するための例えばチタン酸ジルコン酸鉛層を、例えば約２５μｍから
約１５０μｍまでの間の厚さで含むことができる。圧電素子層１０は、誘電ＰＺＴの各側
面に導電層を設けるために、両側を例えば無電解メッキ処理を用いてニッケルでメッキさ
れることが可能である。ニッケルメッキされたＰＺＴは、本質的には、内部ＰＺＴ材料に
渡って電位差を発生させる平行板キャパシタとして機能する。キャリア１２は、金属シー
ト、プラスチックシートまたは別の転写キャリアを含むことが可能である。圧電素子層１
０を転写キャリア１２へ付着する接着層１４は、ダイシングテープ、熱プラスチックまた
は別の接着材を含むことが可能である。別の実施形態では、転写キャリア１２は、別の接
着層１４が不要であるように、粘着性熱プラスチック層等の物質であることが可能である
。
【００１５】
　図１の構造体の形成後、図２に描かれているように、圧電素子層１０はダイシングされ
、複数の個々の圧電素子２０が形成される。図２は４ｘ３アレイの圧電素子を描いている
が、より大きいアレイが形成される可能性もあることは認識されるであろう。例えば、現
行のプリントヘッドは、３４４ｘ２０アレイの圧電素子２０を有することも可能である。
ダイシングは、ウェーハダイシングソー等のソーのような機械技術を用いて、ドライエッ
チングプロセスを用いて、レーザアブレーションプロセス、他を用いて実行されてもよい
。隣接する各圧電素子２０の完全な分離を確保するために、ダイシングプロセスは、接着
材１４の一部を除去して転写キャリア１２上で停止した後に、または接着材１４を通過し
てキャリア１２内までダイシングした後に終了することができる。
【００１６】
　個々の圧電素子２０を形成した後、図２のアッセンブリは、図３の断面図に描かれてい
るように、ジェットスタックサブアッセンブリ３０へ付着されることが可能である。図３
の断面図は、図２の構造体のディテールをより良く示すために拡大されたものであり、２
つの完全な圧電素子２０及び１つの部分的な圧電素子２０の断面を描いている。ジェット
スタックサブアッセンブリ３０は、既知の技術を用いて製造されることが可能である。ジ
ェットスタックサブアッセンブリ３０は、例えば、インレット／アウトレットプレート３
２と、ボディプレート３４と、接着性ダイヤフラムの付着材３８を用いてボディプレート
３４へ付着されるダイヤフラム３６とを含むことが可能である。ダイヤフラム３６は、後
述するように、完成したデバイスにおいてインクを通すための複数の開口４０を含むこと
が可能である。図３の構造体は、さらに、プロセスにおけるこの時点で周囲空気を充填さ
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れることが可能な複数のボイド４２も含む。ダイヤフラムの付着材３８は、ダイヤフラム
３６を介する開口４０が覆われるように、単一のポリマシート等の材料の固体シートであ
ってもよい。
【００１７】
　ある実施形態では、図２の構造体は、ダイヤフラム３６と圧電素子２０との間の接着材
を用いてジェットスタックサブアッセンブリ３０へ付着されることが可能である。例えば
、測定された一定量の接着材（個々には描かれていない）が圧電素子２０の上面上、ダイ
ヤフラム３６上または双方の上の何れかへ分配される、スクリーン印刷される、ローラで
延ばされる、等々が可能である。ある実施形態では、ダイヤフラム上へ、各圧電素子２０
毎に一滴の接着材が置かれてもよい。接着材を付した後、ジェットスタックサブアッセン
ブリ３０及び圧電素子２０は互いに位置合わせされ、次いで圧電素子２０が接着材でダイ
ヤフラム３６へ機械的に接続される。接着材は、その接着材が図３の構造体をもたらすこ
とに適する技術によって硬化される。
【００１８】
　続いて、図３の構造体から転写キャリア１２及び接着材１４が除去され、図４の構造体
がもたらされる。
【００１９】
　次に、図４の構造体を覆って侵入型層が計量分配され、次には硬化されて侵入型層５０
が形成される。侵入型層は、例えば、コネチカット州ダンベリー所在のＭｉｌｌｅｒ－Ｓ
ｔｅｐｈｅｎｓｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社から市販されているＥｐｏｎ（商標）８２８エ
ポキシ樹脂（重量で１００パーツ）とオハイオ州コロンバス所在のＨｅｘｉｏｎ　Ｓｐｅ
ｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから市販されているＥｐｉｋｕｒｅ（商標）３２７７
硬化剤（重量で４９パーツ）とを組み合わせたポリマであってもよい。未硬化の侵入型層
は、図５に描かれているように、ダイヤフラム３６の上面５２の露出された部分を覆いか
つ硬化に続いて圧電素子２０を封入するに足る量で計量分配されることが可能である。侵
入型層はさらに、図に描かれているように、ダイヤフラム３６内の開口４０も満たすこと
が可能である。ダイヤフラム３６内の開口４０を覆うダイヤフラムの付着材３８は、未硬
化の侵入型層が開口４０を通過することを防止する。侵入型層５０は、硬化の前または後
の何れかで平坦化されることが可能である。平坦化は、例えば、材料のセルフレベリング
性または機械的ワイピング及び加圧成形を含む技術によって実行されてもよい。
【００２０】
　次に、侵入型層５０は圧電素子２０の上面から除去される。ある実施形態では、図６に
描かれているように、既知のフォトリソグラフィ技術を用いて、パターン化されたフォト
レジストマスク等のパターン化されたマスク６０が開口６２を伴って形成される。開口６
２は、侵入型層５０の各圧電素子２０を覆っている一部を露出させ、かつさらに、図に描
かれているように、各圧電素子２０の一部も露出させる。この実施形態では、露出された
侵入型層５０が湿式または乾式エッチングを用いて各圧電素子２０の頂部から除去される
。別の実施形態では、侵入型層５０は各圧電素子２０を露出させるためにレーザアブレー
ションを用いて除去されてもよく、パターン化されたマスク６０の必要性が省かれる。
【００２１】
　侵入型層５０が除去されて各圧電素子２０の頂面が暴露された後、パターン化されたマ
スク６０が使用されていれば、これが除去されて結果的に図７の構造体が形成される。次
には、図８に描かれているように、図７の構造体を覆ってブランケット導電性トレース層
８０を形成することができる。トレース層８０は、所望される最終設計の構造体に依存し
て、図示されているような共形層であってもよく、平坦な層であってもよい。トレース層
８０は、例えば化学気相堆積法、物理的気相成長法、金属メッキ及びスパッタリングであ
る任意の充足したプロセスを用いて形成されてもよい。様々な実施形態において、トレー
ス層８０は、銅、アルミニウム、金、合金及びこれらの組合せから形成されてもよい。あ
る実施形態において、トレース層８０は、約０．５マイクロメートル（μｍ）から約１０
μｍまでの間、または約０．８μｍから約１．１μｍまでの間の平均厚さまで形成される
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ことが可能であるが、製造されているデバイスの設計に依存して、他の厚さで足りる場合
もある。ブランケットトレース層８０は、誘電体侵入型層５０と表面接触状態にあり、か
つ導電性の各圧電素子２０とも表面接触状態にある。
【００２２】
　ブランケット導電性トレース層８０の形成後、トレース層８０の表面を覆って、内部に
トレース層８０を露出させる開口を有するパターン化されたマスク８２が形成される。パ
ターン化されたマスク８２は、従来のフォトリソグラフィ技術を用いて形成される、例え
ばフォトレジストであるパターン化された感光層であってもよい。パターン化されるマス
ク８２の設計は、エッチングに続いてトレース層８０により形成されるトレースルーティ
ングの所望されるパターンに依存する。
【００２３】
　続いて、導電層８０の露出された部分を除去するために、湿式または乾式エッチングが
実行される。侵入型層５０は、エッチング停止層として用いられてもよい。エッチングの
後は、パターン化されたマスク８２が除去され、図９に描かれているものに類似する構造
体がもたらされる。エッチングの後、各圧電素子２０は、トレース層から形成される個々
の導電トレース８０へ電気接続される。各トレース８０は、圧電素子２０上に形成される
。複数のトレース８０と複数の圧電素子２０との間の電気接触は、各トレース８０と圧電
素子２０のうちの１つとの間の物理的接触（表面接触）を介して確立される。プリントヘ
ッドの使用中、各トレース８０は、各圧電素子が個々にアドレス可能であるように、各圧
電素子２０へ個々の電圧接続を供給する。
【００２４】
　この実施形態は、フォトリソグラフィを用いる導電トレース層のパターニングについて
記述しているが、パターン化されたトレース層を形成するためにリフトオフプロセスまた
はレーザアブレーションプロセス等の他のパターニングプロセスも使用可能であることは
理解されるであろう。
【００２５】
　次には、図１０に描かれているように、図９の構造体の表面を覆って誘電体不動態化層
１００を形成することができる。不動態化層１００は導電トレース８０を保護し、かつ追
加処理用ベースとしての平面層を形成する。不動態化層１００は、侵入型層５０または別
の誘電層を形成するポリマに類似する材料を含むことが可能である。追加処理は任意選択
であって、パターン化の有無に関わらず追加の層１０２によって表される様々な導電及び
／または誘電層を含むことが可能であり、かつ製造されているデバイスの設計に依存する
。追加処理は、インクをルーティングしかつ／またはヒータ及びマニホールド機能のため
の積層を形成するために必要とされる層を包含することが可能である。
【００２６】
　次に、ダイヤフラム３６を介する開口４０は、インクがダイヤフラム３６を介して通過
できるように清浄化されることが可能である。開口４０の清浄化は、接着性ダイヤフラム
の付着材３８、侵入型層５０、不動態化層１００及び追加層１０２（存在すれば）の一部
を除去することを含む。さらに、電気的開放等の望ましくない電気特性をもたらさない限
り、１つまたは複数のトレース８０の一部が除去されてもよい。様々な実施形態では、化
学的または機械的な除去技術が用いられてもよい。ある実施形態において、特にインレッ
ト／アウトレットプレート３２、ボディプレート３４及びダイヤフラム３６が金属製であ
る場合、セルフアライン式の除去プロセスは、図１１に描かれているように、レーザビー
ム１１２を出力するレーザ１１０の使用を包含することが可能である。インレット／アウ
トレットプレート３２、ボディプレート３４及び設計に依存して、場合によりダイヤフラ
ム３６は、セルフアライン式のレーザアブレーションプロセスのためにレーザビーム１１
２をマスキングすることができる。この実施形態では、ＣＯ２レーザ、エキシマレーザ、
固体レーザ、銅蒸気レーザ及びファイバレーザ等のレーザを用いることができる。ＣＯ２
レーザ及びエキシマレーザは、典型的には、エポキシを含むポリマをアブレートすること
ができる。ＣＯ２レーザは、低い動作コスト及び高い製造スループットを有することが可
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能である。図１１には２つのレーザ１１０が描かれているが、単一のレーザビームが１つ
または複数のレーザパルスを用いて各ホールを順々に開いてもよい。別の実施形態では、
単一の動作において２つ以上の開口が生成されることも可能である。例えば、その表面に
マスクを当てることができ、次に単一の幅広レーザビームが、単一の幅広レーザビームか
らの１つまたは複数のパルスを用いて２つ以上の開口、または全ての開口を開放する可能
性もある。インレット／アウトレットプレート３２、ボディプレート３４及び恐らくはダ
イヤフラム３６によって形成されるマスクをオーバーフィルし得るＣＯ２レーザビームは
、順次各開口４０を照射し、図１１に描かれているように、接着性ダイヤフラムの付着材
３８、侵入型層５０、不動態化層１００及び追加層１０２を介して延長された開口を形成
することも可能であり、最終的に図１２の構造体が得られる。
【００２７】
　続いて、図１３に描かれているように、インレット／アウトレットプレート３２へ接着
材（個々には描かれていない）で有孔プレート１３０を付着することができる。有孔プレ
ート１３０は、印刷中にインクが通って放出されるノズル１３２を含む。有孔プレート１
３２が付着されると、ジェットスタック１３４は完成する。
【００２８】
　続いて、例えば接着材等の流体密封シール式接続部１４２を用いて、ジェットスタック
１３４の上面へマニホールド１４０が接着されることが可能であって、結果的に図１４に
描かれているようなインクジェットプリントヘッド１４４が生じる。インクジェットプリ
ントヘッド１４４は、マニホールド１４０の表面及びジェットスタック１３４の上面によ
って形成される、一定量のインクを貯蔵するためのインクリザーバ１４６を含むことが可
能である。リザーバ１４６からのインクは、ジェットスタック１３４内のポート１４８を
介して送出される。図１４が簡易図であることは、理解されるであろう。実際のプリント
ヘッドは、図１４には描かれていない、例えば左右への追加的構造体である様々な構造体
及び差異を含んでもよいが、これらは、説明を単純にするために描画を省かれている。
図１４は２つのポート１４８を描いているが、ある典型的なジェットスタックは、例えば
３４４ｘ２０アレイのポートを有することが可能である。
【００２９】
　使用に際して、プリントヘッド１４４のマニホールド１４０内のリザーバ１４６は、一
定量のインクを含む。プリントヘッドの最初のプライミングは、インクをリザーバ１４６
からジェットスタック１３４内のポート１４８を介してジェットスタック１３４内のチャ
ンバ１５０へと流れ込ませるために使用されることが可能である。各トレース８０上へ印
加される電圧１５２に反応して、各ＰＺＴ圧電素子２０は、デジタル信号に応答する適切
な時間に偏向する。圧電素子２０の偏向はダイヤフラム３６を屈曲させ、これによりチャ
ンバ１５０内に圧力パルスが生じ、インクの一滴がノズル１３２から放出される。
【００３０】
　これにより、上述の方法及び構造体は、インクジェットプリンタのためのジェットスタ
ック１３４を形成する。ある実施形態では、ジェットスタック１３４は、図１４に描かれ
ているようなインクジェットプリントヘッド１４４の一部として使用されることが可能で
ある。
【００３１】
　図１５は、本教示の一実施形態による、１つまたは複数のプリントヘッド１４４及び１
つまたは複数のノズル１３２から噴出されるインク１６４を含むプリンタ１６２を描いた
ものである。各プリントヘッド１４４は、用紙、プラスチック、他等の印刷媒体１６６上
へ所望される画像を生成するために、デジタル命令に従って動作するように適合化される
。各プリントヘッド１４４は、スワス毎に印刷画像を生成するために、走査動作において
印刷媒体１６６に対して前後に移動してもよい。或いは、プリントヘッド１４４が固定し
て保持されかつ印刷媒体１６６がそれと相対的に移動されて、単一の通過でプリントヘッ
ド１４４と同じ幅の画像が生成されてもよい。さらに、印刷は、プリントヘッド１４４を
用いてドラム等の中間被加熱構造体（単純化のために個々には描かれていない）上にイン
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（転写定着）することを含んでもよい。プリントヘッド１４４は、印刷媒体１６６より狭
い、またはこれと同幅であることが可能である。
【００３２】
　このように、上述の実施形態は、プリンタに使用されることが可能なインクジェットプ
リントヘッドのためのジェットスタックを提供することができる。ジェットスタックを形
成するための本方法及びジェットスタック完成品は、電極または他の導電素子を圧電素子
へ電気結合する導体の流れを包含するためのスタンドオフ層の使用を必要としない。さら
に、本方法では、各圧電素子の頂部から侵入型層を除去する必要がない。この実施形態で
は、デジタル信号に応答して電圧１５２を各圧電素子２０へ供給するために用いられるパ
ターン化ブランケットトレース層８０は、光フォトリソグラフィを用いてパターン化され
ることが可能である。その結果、フレックス回路電極を各圧電素子へ電気結合する液体ま
たはペースト接着材を包含するためのスタンドオフ層を必要としないジェットスタック及
びプリントヘッドが得られる。同様に、このジェットスタック及びプリントヘッドは、各
圧電素子へ電圧をルーティングするためのフレックス回路も必要としない。圧電素子へ繋
がるフレックス回路が不要であることから、圧電素子２０及びトレース８０へのアクセス
は単純化され、任意の必要な作業のし直しが単純化される。
【００３３】
　圧電素子へ電圧を供給するためには、トレース８０及び制御側プリントヘッド電子機器
へ様々なルーティング及び配線を電気結合することができる。これらのルーティング及び
配線は、必要に応じて複雑なルーティングを解くために追加の誘電層及び金属層によって
形成されることが可能であり、かつＰＣＢまたはフレックス回路によって供給されてもよ
い。さらに、入力／出力の再分配がより効率的であれば、スペーシングの制約も緩和され
る可能性がある。トレースは、ドライバチップまたは特定用途向け集積回路を、トレース
８０を介して圧電素子へ電気結合するために、例えばフリップチップボンディングを用い
てジェットスタック１３４の頂面へ取り付けさせることが可能である。その他のフレック
ス回路接続は、クロック信号、データ信号及び制御信号のみならず様々な電圧供給に限定
されることが可能であり、一方で圧電素子への直接的接続は省かれる。本教示は、先行す
る幾つかのプロセスよりも、コンポーネント、材料及び組立てステージの数を減らすこと
ができる。さらに、本教示は、結果として導電路またはトレースの解像度を高めることが
でき、よって、レーザカットパーツをなくすることによるトランスデューサ密度の高度化
及び清浄度の向上を見込んでいる。収量は、例えばチャネル間ショート及びチャネル－接
地間ショートである短絡等の現行の多くの故障モードの解消によって向上する可能性があ
る。素材セットを単純化することにより、インクジェットプリントヘッドに典型的なイン
ク及び他の環境素材に付随する適合性も改善されることが可能である。このタイプの配線
技術は、さらに、画像入力スキャナ及び他のセンサまたはトランスデューサ等の他の高密
度アレイ構造体へも適用されることが可能である。
【００３４】
　この例示的な方法は、一連の行動またはイベントとして示されかつ記述されているが、
本発明がこのような行動またはイベントの例示された順序に限定されないことは認識され
るであろう。例えば、幾つかの行動は、本教示に従って、本明細書に例示されかつ／また
は記述されている順序とは異なる順序で、かつ／または他の行動またはイベントと同時に
発生する場合もある。さらに、本教示による方法論を実装する際には、例示されている全
てのステップが必要とされなくてもよい。明細書の本文及び図面を参照すれば、一般的な
当業者には他の実施形態も明らかとなるであろう。
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